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10 L'invention concerne une carte a puce incorporant un microcircuit (ou 

circuit integre) muni de contacts exterieurs ainsi qu'au moins un autre 
composant dont un composant debouchant, tel qu'un afficheur, un detecteur 
(par exemple un detecteur d'empreintes digitales) ou un 6metteur (par exemple 
un 6metteur optique) c'est & dire un composant devant emerger (sans 

1 5 n6cessairement venir en saillie) de la surface de la carte. 

Une manidre classique de fabriquer une carte a puce comportant un ;,; 
simple microcircuit a microprocesseur consiste a realiser une cavite dans ie v 
support (en pratique en plastique) de la carte et a y coller un module constitue 
du microcircuit a microprocesseur et des contacts extemes relies a ce 

20 microcircuit. On peut se referer & cet 6gard au document US-6 372 541 . 

Dans le cas ou la carte £ puce est destinee a comporter, en 
complement d'un module & microcircuit (formant avec une antenne un 
ensemble appele interface de communication), un autre composant 
electronique qui debouche en surface, il a et§ propose par le document WO- 

25 99/50790, de connecter le composant electronique a Tinterface de 
communication au moyen de fils conducteurs, de fixer provisoirement 
I'ensemble ainsi realise centre une premiere plaquette de matiere plastique, de 
placer une deuxieme plaquette de mature plastique sur cet ensemble, une 
ouverture etant pr6vue soit dans la premiere plaquette soit dans la seconde 

30 plaquette pour servir de logement au composant electronique, puis de 
solidariser les deux plaquettes en enfermant Tinterface et le composant 
electronique. 
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Cette methode n§cessite des 6quipements specifiques pour 
positionner i'ensemble au milieu de la structure plastique avant la realisation 
finale et menager les ouvertures adequates dans les plaquettes. En outre, 
Tinterface de communication et le composant d^bouchant en surface doivent 
pouvoir supporter les temperatures auxquelles est r6alisee la solidarisation des 
plaquettes ; or les temperatures ou est realisee cette solidarisation sont 
typiquement au moins egales & 140°C, par exemple dans le cas d'une 
lamination des plaquettes comme le propose le document pr6cite. 

Par aiileurs, les documents EP-0 908 844 et US-6 320 753, 
concernant une invention anterieure de la Demanderesse, proposent une carte 
a puce combinant des plages de contact exterieur et une antenne, comprenant 
un microcircuit connecte a la fois a Tantenne par des bornes de connexion et 
aux plages de contact exterieur par d'autres bornes de connexion, Tantenne 
etant disposee entre un support et une plaquette, et les bornes de connexion 
etant disposees en vis-2t-vis des extr6mites de raccordement correspondantes 
du microcircuit. Le microcircuit et I'antenne sont montes separement, et on 
retrouve la notion d'interposition entre une plaquette et un support. 

Une telle configuration en sandwich se retrouve dans le document 
EP - 0 234 954 qui decrit une carte a puce form§e d'une carte PC entre deux 
plaquettes, ou encore dans le document US-5 412 192 concernant une carte 
dans le support de laquelie est noyee une antenne et dans laquelle un Element 
de visualisation est lamine a Tinterieur de cette carte. 

Comme indique a propos du premier document, les diverses 
solutions sont complexes et leur mise en oeuvre implique souvent des 
traitements dont il faut s'assurer qu'ils peuvent etre subis sans dommage par 
les composants. 

L'invention a pour objet une carte a puce comportant un microcircuit 
ainsi qu'au moins un autre composant dont un composant debouchant, dont la 
fabrication soit simple et fiable, sans necessiter de traitements agressifs vis-a- 
vis des composants ni conduire & un affaiblissement m6canique de la carte, et 
dans laquelle les eventuels efforts de flexion appliqu6s a la carte soient 
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avantageusement localises en des endroits ou ils n'ont que peu de 
consequences. 

L'invention a egalement pour objet un procede de fabrication d'une 
telle carte a puce. 

5 L'invention propose a cet effet une carte a puce comportant un 

microcircuit, au moins un autre composant dont un composant debouchant et 
des contacts exterieurs dans un support de carte, caracteris6e en ce que le 
microcircuit, le composant debouchant et ies contacts exterieurs font partie d'un 
sous-ensemble fixe dans un logement menage dans une partie de Pepaisseur 

10 du support de carte, ce sous-ensemble comportant un film support portant sur 
une face interne le microcircuit et au moins le composant debouchant et sur 
une face exteme Ies contacts exterieurs, une fenetre etant menagee dans ce 
film support en regard d'une partie du composant debouchant. • > 

Pour la fabrication d'une telle carte a puce, l'invention propose en.. > 

15 outre un proc6de de fabrication d'une carte a puce comportant un microcircuit et % 
au moins un autre composant dont un composant debouchant, comportant Ies 
etapes suivantes : . 5i 

- assemblage d'un sous-ensemble par montage sur un film support 
du microcircuit et d'au moins le composant debouchant, en- 

20 menageant dans ce film une fenetre pour Paccfes au composant 

debouchant, et en assurant Ies connexions au moyen de fils de 
connexion, 

- amenagement d f un logement dans le support de carte, 

- fixation du sous-ensemble dans le logement. 

25 On appreciera que l'invention propose une solution simple au 

probleme de la fabrication d'une carte a puce comportant un microcircuit a 
microprocesseur muni de ses contacts exterieurs ainsi qu'au moins un 
composant debouchant, puisqu'elle propose d'utiliser des techniques bien 
connues ayant fait leurs preuves, selon lesquelles on realise Ies connections 

30 par des fils entre des elements loges dans une (ou plusieurs) cavite(s) 
menagees dans une partie de P6paisseur du support de la carte ; en outre le fait 
de pr£voir un sous-ensemble forme des elements & monter dans la (ou Ies) 
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cavite(s) permet de realiser facilement les operations de montage et de 
connexion independamment du (ou des) logement(s) dans le support. 

Selon des enseignements preferes de I'invention, eventuellement 
combines : 

5 - le sous-ensemble comporte en outre un composant d'interface 

connecte entre le microcircuit et le composant debouchant ; 
I'invention s'applique en effet a un nombre quelconque de 
composants en plus du composant microcircuit ; cet autre 
composant peut notamment etre un pilote pour le composant 

0 debouchant, 

- les connexions au sein du sous-ensemble sont realisees par des 
fils de connexion, ce qui correspond a un mode bien mattrise de 
connexion electrique, 

- ces fils de connexion sont chacun fixes, d'une part, au 
15 microcircuit ou a un composant, d'autre part, a une piste de 

connexion portee par le film support, 

- le logement comporte au moins une cavite dans laquelle est fixee 
le microcircuit et une cavite dans laquelle est fixe le composant 
debouchant, au moins une nervure etant prevue entre les cavites, 

20 - le film support comporte une zone mecaniquement affaiblie en 

flexion entre au moins le microcircuit et un composant, adaptee a 
porter contre une nervure ; une telle zone mecaniquement 
affaiblie est avantageusement menagee de part et d'autre du 
microcircuit et de chaque autre composant, 

25 - d'autres zones mecaniquement affaiblies peuvent etre disposees 

transversalement aux premieres, ce qui ameliore encore plus la 
flexibilite du sous-ensemble, 

- chaque zone mecaniquement affaiblie comporte de preference au 
moins une fente, 

30 - des pistes de connexion sont menagees entre le microprocesseur 

et chaque composant, chacune en regard d'une nervure, chaque 
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piste etant travers6e par au moins une zone nrtecaniquement 
affaiblie, 

- le film support comporte des zones mecaniquement affaiblies qui 
sont paralteles, voire de telles zones qui sont disposees selon au 

5 moins deux directions, 

- chaque cavite est remplie d'un materiau rigide contenant le 
microcircuit ou un autre composant et s'etendant jusqu'au film 
support, 

- chaque cavite est munie S la periplterie de son fond d'au moins 
10 une depression. 

Par analogie avec ce qui vient d'etre expose & propos de la carte & 
puce de I'invention, le proced6 de fabrication de celle-ci comporte , 
avantageusement les dispositions suivantes, 6ventuellement combinees : •; 

® on am6nage dans le logement une cavite pour le microcircuit et £ 
1 5 une cavite pour le composant d6bouchant, 

« on amenage dans le film support des zones mecaniquement " 
affaiblies en flexion au moins entre le microcircuit et le composant 
debouchant, * 
o on am6nage dans le film support des zones mecaniquement " 
20 affaiblies en flexion de part et d'autre du microcircuit et de chaque 

composant ; on peut amenager en outre d'autres zones 
mecaniquement affaiblies en flexion qui sont transversaies (par 
exemple perpendiculaires) aux premieres, 
© on amenage les zones mecaniquement affaiblies en flexion au 
25 moyen de fentes, 

» au moins une zone mecaniquement affaiblie en flexion est 
dispos6e en regard d'une nervure menag6e dans le logement 
entre deux cavites 
o des pistes de connexion connectees au moyen de fils au 
30 microcircuit ou a un composant sont traversees par les zones 

mecaniquement affaiblies en flexion, 
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o au moins une depression est m^nagee a la peripherie du fond 

d'au moins une cavite, 
9 on amenage dans le film support une pluralite de zones 
mScaniquement affaiblies en flexion qui sont paralleles, ou une 
5 pluralite de zones mecaniquement affaiblies qui sont dispos6es 

selon au moins deux directions. 
Des objets, caracteristiques et avantages de ttnvention ressortent de 
la description qui suit, donnee a titre d'exemple illustratif non limitatif en regard 
des dessins annexes sur lesquels : 
10 - la figure 1 est une vue du sous-ensemble forme des divers 

composants, du cot§ interne, 

- la figure 2 est une vue de dessus de la carte obtenue a partir de 
ce sous-ensemble, celui-ci etant vu du cdte oppose a celui de la 
figure 1 , 

15 - la figure 3 est une vue de dessous, analogue a celle de la figure 

1, d'un sous-ensemble selon une variante prefer6e de realisation 
de Pinvention, 

- la figure 4 est une vue en coupe de ce sous-ensemble en place 
au-dessus d'une pluralite de cavites menagees dans un support 

20 de carte, 

- la figure 5 est une vue analogue a celle de la figure 4, apres 
remplissage des cavites avec une r6sine de fixation, et 

- la figure 6 est une vue de detail d'une cavite selon encore une 
autre variante de realisation. 

25 Les figures 1 et 2 represented un sous-ensemble S1, pris isolement 

ou au sein d'une carte a I'etat fini. 

Ce sous-ensemble S1 comporte un microcircuit 1 comportant en 

pratique microprocesseur, un composant debouchant 2 et, ici, un composant 

d'interface 3, par exemple un pilote du composant d6bouchant 2. Ce 
30 composant debouchant 2 est par exemple un dispositif d'affichage mais peut 

etre de toute autre nature, par exemple un composant de detection ou 

demission destine a etre integre a la carte. 
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Entre les Elements sont ici montees des pistes ou bandes de 
connexion 4 et 5, tandis que des plots de connexion 6 sont disposes autour du 
microcircuit 1 . Le microcircuit 1 est, d'une part, relie aux plots de connexion au 
moyen de fils de connexion 7 et, d'autre part, au composant d'interface 3 via les 

5 pistes de connexion 4 par Pintermediaire de fils de connexion 8, tandis que ce 
composant d'interface est relie au composant debouchant 2 via les pistes de 
connexion 5 par d'autres fils de connexion 9. 

Ces composants 1 , 2 et 3 ainsi que les pistes de connexion 4 et 5 
sont montes sur un film support 10 dans lequel est m6nag6e une fenetre 11. 

10 Sur la face opposee de celle sur laquelle sont montes ces elements sont 
disposes des contacts exterieurs 12 relies aux plots de connexion 6 par des 
moyens non repr6sentes. En variante non representee, les plots 6 sont omis et 
le microcircuit est directement relie aux contacts exterieurs 12, les fils de. 

V: 

connexion traversant, de maniere connue en soi, le film support 10 (la reference ; 

15 6 d6signe alors les pergages du support de carte par lesquels les fils traversent y 
le film support). Selon une autre variante non representee, les pistes de ^ 
connexion 4 et 5 peiivent etre omises, les fils de connexion 8 et 9 r6alisant une 
connexion directe du microcircuit au composant d'interface, et de celui-ci au 
composant d6bouchant. Un interet de ces pistes de connexion est de raccourcir. 

20 les fils 8 et 9. Un autre avantage ressortira des figures suivantes. 

La fenetre 11 est de plus faible section que celle du composant 
d'interface, de sorte que celui-ci reste en contact avec le film support 10 par au 
moins une partie de sa pSripherie. Dans I'exemple considere, le composant 
reste en contact avec ce film support sur toute sa periph§rie, mais en variante il 

25 peut notamment n'etre en contact avec ce film que par ses extremites. 

Alors que de maniere classique on considere souvent un module 
forme d'un fin support portant sur une face le microcircuit et sur une autre face 
ses contacts exterieurs, on utilise selon Pinvention un module plus grand 
puisqu'il comporte d'autres composants, ici tous les autres composants 

30 6lectroniques. 

Les composants peuvent etre fixes sur le film support par tous 
moyens connus appropri6s, par exemple par collage ou par adhesif. En ce qui 
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concerne les pistes de connexion, les eventuels plots de connexion et les 
contacts exterieurs, ils peuvent etre obtenus notamment par depdt metallique, 
ou par tout autre moyen approprie. 

Le sous-ensemble occupe de preference sensiblement toute la 
surface du logement qui est menage dans le support de carte P1 . 

Ce sous-ensemble peut etre monte dans une cavite unique, en y 
etant fixe par une colle, ou, de la meme maniere que Ton fixe les modules 
simplement constitues du microcircuit et de contacts exterieurs, au moyen d'une 
resine dans laquelle sont noyes les composants, sans que cela implique de 
remplir totalement la cavite. 

Toutefois, ainsi que cela ressort des figures 3 a 6, le sous-ensemble 
est avantageusement, en variante, monte dans une pluralite de cavites 
menagees dans le support de carte P2. 

Dans cette variante, le sous-ensemble S2 a la meme structure que le 
sous-ensemble S1 des figures 1 et 2, a ceci pres que des fentes de pliage 
transversales sont menagees dans I'epaisseur du film support 1 0. 

Ces fentes de pliage sont avantageusement menagees a distance 
des composants 1 , 2 et 3. C'est ainsi que, dans I'exemple considere, il y a deux 
fentes F1 et F2 de part et d'autre du microcircuit 1 , deux fentes F3 et F4 de part 
et d'autre du composant d'interface 3 et deux fentes F5 et F6 de part et d'autre 
du composant debouchant 2. Ces fentes definissent des zones mecaniquement 
affaiblies en flexion, surtout lorsqu'elles forment une paire (F2+F3, F4+F5). 

Ces fentes sont ici en forme de V et sont, par clarte, representees 
comme s'etendant sur toute I'epaisseur du film support 10. II faut neanmoins 
bien comprendre que d'autres formes sont possibles (creneau, etc..) et qu'elles 
ne s'etendent de preference que sur une partie seulement de I'epaisseur du film 
support pour en maintenir la continuity. 

On peut noter que les fentes F2 et F3 s'etendent au travers des 
pistes de connexion 4, tandis que les fentes F4 et F5 s'etendent au travers des 
pistes de connexion 5. 

II ressort des figures 4 et 5, sur lesquelles I'echelle de la figure 3 
n'est pas respectee pour des raisons de lisibilite, qu'une cavite est menagee 
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dans le support de carte sous chaque composant, entre les fentes encadrant ce 
composant. C'est ainsi que le support de carte P2 comporte un logement 
comportant une cavite C1 pour le microcircuit 1, une cavite C2 pour le 
composant debouchant 2 et une cavite C3 pour le composant d'interface. 

5 En variante non representee, une meme cavite peut etre prevue pour 

deux composants, tandis que, pour un meme composant ayant une certaine 
flexibility, il peut y avoir deux (ou plus) cavites. 

On peut noter que, dans Pexemple repr6sente, les pistes de 
connexion 4 et 5 surplombent ainsi les nervures 15 et 16 separant 

10 respectivement les cavites C1 et C3, et les cavites C3 et C2, en debordant de 
part et d'autre de chacune d'entre elles ; des plateaux 17 et 18 sont en outre 
menages aux extremites du logement, & cote des cavites C1 et C3 
respectivement, en dessous des fentes F1 et F6. 

Sur la figure 4 sont representees de mantere schematique le ^ 

15 microcircuit 1, les composants 2 et 3, les pistes de connexion 4 et 5, ainsi qu'un $ 
plot'de connexion 6 et deux contacts exterieurs 12 ; les fils de connexion sont 
de meme representes de maniere schematique (y compris d'Sventuels fils. r 
contournant Telement considere), sans pretendre visualiser toutes les^ 
connexions r6alisees. On peut toutefois noter que chaque composant est au - 

20 moins en partie contenu dans une cavite specifique, les connexions entre 
cavites etant r6alisees par les pistes de connexion. Dans la variante consid6r6e 
ci-dessus dans laquelle les pistes seraient omises, il faudrait prevoir que les fils 
soient suffisamment longs pour pouvoir passer au-dessus des nervures 15 et 
16. 

25 On peut en outre noter sur cette figure 4 que le composant 

debouchant 2 est fornrte d'un empilement de couches dont certaines viennent 
en saillie hors du logement ; toutefois, le composant peut bien sQr etre 
entierement contenu dans le logement du support de carte P2. Par ailleurs 
toutes ces couches sont representees comme ayant la meme dimension, mais 

30 elles ont avantageusement en pratique des dimensions differentes avec des 
couches internes qui sont plus grandes que des couches disposees a Texterieur 
de celles-ci, grace a quoi les couches internes peuvent servir a la fixation 
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mecanique du composant au film support (par collage ou tout autre moyen 
approprie). 

Une resine d'encapsulation peut etre appliquee sur chaque 
composant avant fixation dans le logement du support de carte mais, de 

5 maniere preferee, une telle resine d'encapsulation est disposee dans chaque 
cavite avant mise en place du sous-ensemble. On peut ici se referer aux 
enseignements des documents EP - 1 050 844 (ou US-6 372 541) et EP - 1 050 
845, ou encore EP - 0 519 564 (ou US-5 585 669 ou US-5 438750). 

De maniere avantageuse, ainsi que cela ressort de la figure 5, la 

10 resine d'encapsulation remplit completement les cavites, sans toutefois 
recouvrir (en tout cas pas completement) ni les plateaux ni le sommet des 
nervures. II en r6sulte que la resine d'encapsulation, designee par la reference 
20, adhere au fond de la cavite en creant dans chaque cavite des blocs (ou 
chaTnons) rigides constitues de la cavite, du composant qui y est dispose avec 

15 la quantite de resine qui I'enrobe et de la portion de film support situee entre les 
deux fentes qui encadrent la cavite consideree. Par contre, i'espace entre les 
blocs, c'est a dire entre les fentes F2 et F3, F4 et F5, ou les extremites du film 
support, a I'exterieur des fentes F1 et F6, constituent des charnieres dans 
lesqueiles seront localises les eventuels efforts de flexion que la carte pourra 

20 subir en service, ce qui minimisera les contraintes subies en service par les 
composants. On obtient ainsi une carte dotee d'une certaine flexibility sans 
pour autant solliciter les composants eux-memes. 

On peut noter que les fentes F1 a F6 sont ici paralleles et 
transversales a la plus grand dimension du film support. 

25 En variante non representee, d'autres zones mecaniquement 

affaiblies en flexion sont m£nagees dans le film support transversalement (par 
exemple perpendiculairement) aux fentes F1 a F6. Cela peut notamment etre 
utile lorsque les composants ne sont pas disposes sur une seule ligne mais en 
un reseau a deux dimensions (perpendiculaires ou non), des fentes etant 

30 disposees selon chacune des directions, de preference a I'ecart des 
composants. 
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Selon encore un autre mode de realisation non represente, les fentes 
F1 a F6 sont inclinees seion des angles differents avec, par exemple, les fentes 
F2 et F3 qui sont toutes deux inclinees vers le haut a droite et les fentes F4 et 
F5 qui sont toutes inclinees vers le haut a gauche. De la sorte, selon le regime 
5 instantane de sollicitations, Teffet de charnfere sera principalement localise 
dans les fentes F1 et F6, ou dans les fentes F2 et F3 ou dans les fentes F4 et 
F5. 

Selon la variante de la figure 6, le fond des cavites est, non pas 
completement plan, mais muni d'une depression 18 (une gorge periph6rique ou 
10 d'une succession de creux), ce qui a Tavantage de localiser les contraintes sur 
la peripherie du fond de ces cavites. 

Le support de carte subit a cet endroit de fortes contraintes, ce qui 
soulage d'autant les autres zones. Toutefois, pour minimiser les risques de* 
cassure, on realise avantageusement le support de carte en polymere resistant- 
15 tel que le PC (polycarbonate) ou le PETF (polyethylene terephtalate rendu-^ 
cristallin par etirement). j$ 
II est a noter que la fabrication de cette carte a puce comporte ainsi-fe 
les etapes suivantes : 

• assemblage d'un sous-ensemble S1 ou S2 par montage sur unv 
20 film support 10 des divers composants (microcircuit, composant 

debouchant et eventuels pilotes), par exemple par collage ou par 
adhesif, en menageant dans ce film une fenetre pour Taccds (au 
moins visuel) au composant debouchant, et en assurant les 
connexions au moyen de fils de connexion, ce film support 6tant 
25 de preference muni de fentes de flexion entre chaque composant, 

• amenagement d'un logement (C1+C2+C3) dans le support de 
carte, avantageusement forme d'autant de cavites qu'il y a de 
composants, 

• fixation du sous-ensemble dans le logement, en fixant 
30 avantageusement chacun des composants dans une cavite du 

logement, cette fixation se faisant de preference au moyen d'une 
resine decapsulation remplissant chaque cavite du logement. 
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II peut etre note que le sous-ensemble peut facilement etre realise 
par les equipements standards de collage et de soudure filaire classiquement 
utilises pour la realisation des modules de cartes a puce simplement constitues 
d'un microcircuit et de ses contacts exterieurs ; il peut ensuite facilement etre 
mis en place au moyen des moyens classiques de mise en place de tels 
modules "simples". 

La fenetre menagee dans le film support n'empeche pas que le 
composant debouchant soit recouvert d'un film transparent pour sa protection. 
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REVENDICATIONS 

1. Carte & puce comportant un microcircuit, au moins un autre 
composant dont un composant debouchant et des contacts exterieurs dans un 
support de carte, caracterisee en ce que le microcircuit (1), le composant 
debouchant (2) et les contacts exterieurs (12) font partie d'un sous-ensemble 
(S1, S2) fixe dans un logement (C1+C2+C3) manage dans une partie de 
l'6paisseur du support de carte, ce sous-ensemble comportant un film support 
(10) portant sur une face interne le microcircuit (1) et au moins le composant 
debouchant (2) et sur une face externe les contacts exterieurs (12), une fenetre 
6tant m6nag6e dans ce film support en regard d'une partie du composant 
debouchant. 

2. Carte & puce selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le 
sous-ensemble comporte en outre un composant d'interface (3) connecte entre 
le microcircuit (1) et le composant debouchant (2). 

3. Carte a puce selon la revendication 2, caracterisee en ce que le 
composant d'interface est un pilote pour le composant debouchant. 

4. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 1 a 3,. 
caracterisee en ce que les connexions au sein du sous-ensemble sont realisees . 
par des fils de connexion (7, 8, 9). 

5. Carte a puce selon la revendication 4, caracterisee en ce que les 
fils de connexion sont chacun fixes, d'une part, au microcircuit (1) ou a un 
composant (2, 3), d'autre part, a une piste de connexion (4 f 5) portee par le film 
support. 

6. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterisee en ce que le logement comporte au moins une cavite (C1 ) dans 
laquelle est fix6e le microcircuit (1) et une cavite (C2) dans laquelle est fixe le 
composant debouchant (2), au moins une nervure (15, 16) etant prevue entre 
les cavites. 

7. Carte a puce selon la revendication 6, caracterisee en ce que le 
film support comporte une zone m6caniquement affaiblie en flexion entre au 
moins le microcircuit et un composant, adaptee a porter contre une nervure. 
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8. Carte a puce selon la revendication 7, caracterisee en ce qu'une 
zone mecaniquement affaiblie est menagee de part et d'autre du microcircuit et 
de chaque composant. 

9. Carte a puce selon la revendication 7 ou la revendication 8, 
caracterisee en ce que chaque zone mecaniquement affaiblie comporte au 
moins une fente (F1 a F6). 

10. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 6 a 9, 
caracterisee en ce que des pistes de connexion (4, 5) sont menagees entre le 
microcircuit et chaque composant, chacune en regard d'une nervure, chaque 
piste etant traversee par au moins une zone mecaniquement affaiblie. 

11. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 6 a 10, 
caracterisee en ce que chaque cavite est remplie d'un materiau rigide 
contenant le microcircuit ou un composant et s'etendant jusqu'au film support. 

12. Carte a puce selon ia revendication 9, caracterisee en ce que 
chaque cavite est munie a la peripherie de son fond d'au moins une depression 
(18). 

13. Procede de fabrication d'une carte a puce comportant un 
microcircuit et au moins un autre composant dont un composant debouchant, 
comportant les etapes suivantes : 

- assemblage d'un sous-ensemble (S1, S2) par montage sur un 
film support (10) du microcircuit (1) et d'au moins le composant 
debouchant (2), en menageant dans ce film une fenetre (1 1 ) pour 
I'acces au composant debouchant, et en assurant les connexions 
au moyen de fils de connexion, 

- amenagement d'un logement (C1+C2+C3) dans le support de 
carte, 

- fixation du sous-ensemble dans le logement. 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce que on 
amenage dans le logement une cavite (C1) pour le microcircuit (1) et une cavite 
(C2) pour le composant debouchant (2). 
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15. Procede selon la revendication 14, caracterise en ce que on 
amSnage dans le film support des zones mecaniquement affaiblies en flexion 
(F2, F3, F4, F5) au moins entre le microcircuit et le composant debouchant. 

16. Procede selon la revendication 15, caracterise en ce que on 
5 amenage dans le film support des zones mecaniquement affaiblies en flexion 

de part et d'autre du microcircuit et de chaque composant. 

17. Procede selon la revendication 15 ou la revendication 16, 
caracterise en ce que on arn§nage les zones mecaniquement affaiblies en 
flexion au moyen de fentes (F1,..., F6). 

10 18. Procede selon Tune quelconque des revendications 14 a 17, 

caracterise en ce qu'au moins une zone mecaniquement affaiblie en flexion est 
dispos6e en regard d'une nervure (15, 16) menagee dans le logement entre 
deux cavites. ~ 

19. Procede selon Tune quelconque des revendications 14 a 1.8, 
15 caracterise en ce que des pistes de connexion (4, 5) connectees au moyen de 

file au microcircuit ou a un composant sont travers6es par les zones 
mecaniquement affaiblies en flexion. 

20. Procede selon Tune quelconque des revendications 14 a 1ft 
caracterise en ce qu'au moins une depression (18) est menagee a la peripherie 

20 du fond d'au moins une cavite. 



1 /3 




Fig.2 



3/3 




I1ATI0MA1 OB 
IttDUflTtltBlLE 



BREVET D'INVENTION 
CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propriety intellectuefle - Livne VI 



N° 11235*03 



DtPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 Telecopie : 33 (1) 42 94 86 54 



DESIGNATION DMNVENTEUR(S) Page N° .<L//fl 

(A fournir dans le cas ou les demandeurs et 
les inventeurs ne sont pas les memes personnes) 

Get imprime est k remplir lisiblement a I'encre noire 



OB 1I3W/ 270601 



Vos references pour ce dossier (facuUatif) 



N° D'ENREGISTREflflENT NATIONAL 



BEP1 14659/FR Q-^ ^l>Vl^\ 



TITRE DE L'INVENTiON (200 caracteres ou espaces maximum) 



Carte a puce comportant un composant d6bouchant et un proc6de de fabrication. 



LE(S) DEEVIANDEUR(S) : 



OBERTHUR CARD SYSTEMS S A 



DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : 



Norn 



Prenoms 



TrATTNAY 



Adresse 



Rue 



13, rue des Glycines 



Code postal et ville 



1 i 4 * ■ h EPRON 



Societe d'appartenance (facuUatif) 



Nom 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



S ociete d'appartenance (facuUatif) 
Nom 



Jacques 



6, avenue Jean Vilar 



JESL 



Prenoms 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



iimi 



Societe d'appartenance (facultatij) 



S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut a droite le N° de la page suivi du nombre de pages 



DATE ET SIGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MANDATAIRE 
(Nom et qualite du signataire) 



Le 28 octobre 2002 

Bruno QUANTIN N°92jJ|06 
CABINET BONNET-THPION 




La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a IMnformatique, aux fichiers et aux liberies s'applique aux reponses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'lNPI. 



PCT Application 

FR0303139 



